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上海常用植球机厂家价格

生成日期: 2025-10-24

晶圆级微球植球机，经过两年的试用和检验，获得多家半导体封测厂商认可并开始量产。该装备的成功研
制和量产解决了国内半导体封测企业对国外晶圆级微球植球机的长期依赖问题，标志着我国在好的半导体晶圆
级芯片封装装备领域取得重大突破，填补了国内空白。旋转异面焊线，可编程自动变焦，多焦距面焊线。晶圆
在前道刻好回路后，需要在各个芯片凸点上布上锡球，以达成电路的一个连通。目前主流以8寸，12寸晶圆为主，
每片晶圆上有分布上千个芯片，每片芯片的凸点从几百到几千不等，需要在凸点上植入的锡球大小从50微米
到300微米左右。晶圆植球设备采用了金属模板印刷法进行植球。上海常用植球机厂家价格

晶圆植球机可以对应硅晶圆，模块晶圆的微锡球植球。晶圆植球机是采用了为搭载微球而开发的金属杯方
式。通过球的回收功能，实现了废球量的大幅度减少。晶圆在前道刻好回路后，需要在各个芯片凸点上布上锡
球，以达成电路的一个连通。目前主流以8寸，12寸晶圆为主，每片晶圆上有分布上千个芯片，每片芯片的凸点
从几百到几千不等，需要在凸点上植入的锡球大小从50微米到300微米左右。晶圆级封装中圆级封装是在完成封
装和测试后，才将品圆按照每一个芯片的大小来进行切割。晶圆在前道刻好回路后，需要在各个芯片凸点上布
上锡球，以达成电路的一个连通。植好球的晶圆流入回流炉，锡球在高温下融化，从而焊接在晶圆上。上海常
用植球机厂家价格BGA全自动植球机是大批量高精度的芯片植球专门用生产设备。

晶圆级封装设备中的金属模板法印刷和植球，印刷机构对刮刀的控制机能包括压力、印刷速度、下压深度、印
刷距离、刮刀提升等I7。印刷压力是由刮刀压力和金属模板弹性变形力以及助焊剂的粘力共同作用结果"”。设
气缸工作压缩空气压强为P，气缸缸径为d，气缸个数为n，弹簀弹性系数为k，变形量为δ，弹簧个数为n2刮刀重力
为G，则气缸理论输出力F， 和刮刀压力F。全自动上下料，稳定可靠的焊线，准确的球形和线弧控制。晶圆级封
装植球装备是好的IC封装的关键设备之封装工艺和关键技术的研究对于设备的研制十分必要。大行程、高精度
植球平台是基础工作单元，完成晶圆的传送和定位，金属模板印刷和植球工艺衢要长期的技术积累。

晶圆植球机的设备结构简易，易操作维护。根据客户需要，可选配检查补球机组线生产。晶圆植球机可对
应8,12寸的晶圆。（注1）5.SECS/GEM、OHT、AGV可选。晶圆级微球植球机是半导体封装装备，专门用
于6/8/12寸晶圆WLCSP封装制程，对应微球球径为80-450μm，对位精度达±25μm，植球良率达99.997%以上。
单CCD双视场图像处理技术、微球弹性体压入技术和微球自动收集及循环供球技术，满足了微球搭载和精密丝
网印刷工艺对定位精度的严苛要求，克服了国外同型号装备在定位精度和微球循环上的不足。植球检查修补一
体机不但提高了生产效率，而且操作简便，易学易懂。

在WLP工艺中，晶圆上凸点(Bump)的制作是关键的基础技术，在WLP封装中电镀凸点方对BGA基板植球
进行了研究。针对晶圆凸点制作的金属模板印刷和植球方式，研究WLP封装工艺和WLP植球机关键技术，并在
自主研制的半自动晶圆级微球，植球机进行植球实验，晶圆尺寸12inch,焊锡球直径250um。晶圆级植球技术
和设备的开发研制为好的芯片封装装备国产化提供从技术理论到实践应用的参考。我司设备利用独自开发取得
的毛刷，可以高效植球的同时，能延缓锡球的氧化，不造成锡球的浪费。BGA植球机是一款半自动植球机。上
海常用植球机厂家价格

晶圆植球机可进行球形焊、晶圆植球、芯片植球等、 以及客户化的线弧形状。上海常用植球机厂家价格
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我国工业通过供给侧更改逐步完成了产能去化，机械及行业设备业粗放式投钱的时代已经过去，传统制造
业升级趋势明显。设备行业与下游制造业投钱需求紧密相关，具有较强的周期属性，机械及行业设备公司往往
被贴上周期股的标签。重大技术装备是关系我国安全和国民经济命脉的基础性、战略性产品，是有限责任公司
企业综合实力和重点竞争力的重要标志。近年来，机械工业在重大技术装备的自主研发中不断取得突破，创新
成果正逐步加入使用。基板植球机，晶圆植球机，芯片倒装焊产业的再制造已经成为其产业链中的重要一环。
它不仅为客户提供降低产品全生命周期成本的极优方式，也支持了我国提倡的发展绿色循环经济的号召，成为
工程机械行业未来发展的重要方向。通过机器人替代、软件信息化、柔性化生产等方式，贸易型企业可实现上
下游信息透明、协作设计与生产，提升了生产服务的质量与效率。上海常用植球机厂家价格


